S l I l t Pro SMT Elektronik A.S

TONGFANG Lehim Pastasi TF239-M0307NI-D-885 / Uriin Teknik Veri Formu

TF239, mikemmel pin test 6zelliklerine sahip kalinti gerektiren ve JIS Bakir Korozyon testini
gecebilme yetenegi aranan uygulamalar icin tasarlanmis, kursunsuz, halojen icermeyen (Zero-
halogen), temizleme gerektirmeyen bir lehim pastasidir.

Bu Urlin, 100 um kalinhgindaki sablon ile basiimis 180 um c¢apa kadar siirekli ve tutarli ince hat baski
(fine pitch) yapabilme yetenegi saglayacak sekilde de tasarlanmistir. Mikemmel baski hacmi tekrar
edebilirligi, baski slirecindeki degiskenliklerden kaynaklanan hatalari azaltarak ekstra deger saglar.
Ayrica, TF239 IPC7095 Sinif lll bosluk (voiding) performansini da saglamaktadir.

Uzun Sablon Omrii: Yeni lehim pastasi eklemeden, en az 8 saat kesintisiz baskida tutarli performans
saglar.

Yiiksek Yapisma Giicii ve Uzun Omiir: Yiiksek pick-and-place verimini garanti eder, iyi kendi kendini
hizalama yetenegine sahiptir.

Genis Reflow Profil Penceresi: Karmasik ve yiiksek yogunluklu devre karti montajlarinda, hem hava
hem de azotlu reflow islemlerinde, ramp ve soak profilleri kullanilarak, 175—-185°C’ye kadar optimum
lehimlenebilirlik saglar.

Azaltilmis Rastgele Lehim Toplari Seviyesi: Revizyon ihtiyacini minimize eder ve ilk seferde iyi trin
oranini artirir.

Miikemmel Koalesans ve Islaklik Performansi: Yiiksek soak profili ortaminda bile 180 um ¢apinda
lehim pastasi depolarinin birlesmesini saglar.

Miikemmel Lehim Noktasi ve Aki Kalintisi Goriiniimii: Uzun sireli ylksek sicakhk soak uygulanmis
olsa dahi, reflow sonrasi yanma veya kémiirlesme olusmaz.

Miikemmel Hava Boslugu (Voiding) Performansi: IPC7095 Sinif Il hava boslugu gereksinimlerini
karsilar.

Halojen igerigi: Tamamen halojensiz, halojen eklenmemistir.
Kalintilar: Mikemmel pin testi 6zelliklerine sahiptir ve JIS bakir korozyon testini gecer.

Givenli ve Cevre Dostu: Malzemeler RoHS ve halojensiz gerekliliklerine uygun olup, TOSCA ve
EINECS standartlarini da karsilar.

*Bu dokimanda asagidaki icerik yalnizca TF239-M0307NI-D-885 lehim pastasi Grin icin gegerlidir.
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Saflik ve Maksimum Kirlilik Degerleri (kutlece)

Element Maksimum (%)
Cd 0,002

Pb 0,07

Al 0,005

Bilesim (kiitle %)

Element Miktar (%)

Sn Kalinti / Balance
Cu 0,7+0,1

Ag 0,3+0,1

Ni 0,05 +0,02

Safsizliklar (kiitle %)

Element Maksimum (%)
As 0,03

Zn 0,02

In 0,1

Sb 0,2

Bi 0,1

Ge 0,005

* |PC J-STD-006C 3.3 standardina uygundur: “Elektronik lehimleme uygulamalari igin elektronik sinif
lehim alasimlari ve aki icerikli/aki icermeyen kati lehimler” gerekliliklerini karsilar. Ge dahil degildir.
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Fiziksel Ozellikler

Ozellik Deger

Sivi Faz Noktasi (Liquidus) N.D.
Yogunluk (g/cm?3) 7,31
Cekme Dayanimi (MPa) -400 / +635
Uzama (%) 20-38

DSC Tepesi / Eritme Noktasi (°C) ||217,0

Parcacik Boyutu Dagilimi (PSD, um)||N.D.

Young Modili (GPa) N.D.
0,2% Akma Noktasi (MPa) N.D.
Vickers Sertlik (HV) N.D.
Mesh N.D.

Lehim Spesifikasyonlari

Lehim Alasimi Bilesimi
Yukarida belirtilmistir.

Lehim Alasimi Fiziksel Ozellikleri
Yukaridaki tabloya bakiniz.

Lehim Tozu Ozellikleri
PSD (Pargacik Boyutu Dagilimi) ve diger detaylar N.D. (belirtilmemis) olarak verilmistir.
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Teknik Veriler

Fiziksel Ozellikler

. Referans
(o] Deg S Test Yontemi
ge eger / Sonug est Yontemi Standardi
Gériiniim Gri-beyaz, plrizsiiz, macun Gorsel Muavene IPC J-STD-
kivaminda, belirgin ayrisma yok 4 004cC
. IPC J-STD-
Metal Igerigi (%) 88,50 £0,5 IPC-TM-650 2.2.20 0058
Viskozite (Pa's) 150 £+ 30 JIS Z3284-3:2014 4.2 1152
- ' ' 3284:2014
IPC J-STD-
Yayilma Testi (%) |>80% JISZ3197:2012 8.3.1.1
004cC
. . I IPC J-STD-
Lehim Topu Testi Kabul Edilebilir IPC-TM-650 2.4.43 0058
Cokme Testi (Slump ||[TUm araliklar kopru olusmadan gecti |[IPC-TM-650 2.4.35 / IPC J-STD-
Test) / Pass, no bridges all spacings 5.2.1/5.2.2 005B
Sablon Omrii @ Oda Sicakligi 25 +
- >8 saat _
(Stencil Life) 5°C, R.H. 50 £ 10%
Birakma Siiresi
30-60 dakika - -
(Abandon Time) I
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(N

Kimyasal Ozellikler

. Referans
Oge Deger / Sonu Test Yontemi
& ger/ ¢ Standardi
Aki Ana Bilesimi (Flux RO IPC J-STD-
Main Composition) 004C
. IPCJ-STD-
Halit Igerigi (ppm) <0,05% IPC-TM-650 2.3.28.1
004C
Bakir Ayna Korozyonu . IPC J-STD-
L, k / No Breakth h IPC-TM-650 2.3.32
(Copper Mirror) gecis yok / No Breakthroug 004C
Bakir Levha Korozyonu IPC J-STD-
] i Korozyon yok / No Corrosion IPC-TM-650 2.6.15
(Copper Corrosion) 004C
Tespit Edilmedi, tamamen halojensiz ||[TM EN 14582 Solids EC 61249-2
Halojen igerigi (ppm) ||/ N.D., Zero Halogen — Halojen extraction per IPCTM 51
eklenmemistir 2.3.34

Elektriksel Ozellikler (Electrical properties)

Ozellik Sonug Test Standardi

Gegti, >1,0x 1078 Q/ ||IPC-TM-650, TM 2.6.3.7 / IPCJ-STD-

Yiizey izolasyon Direnci (SIR
uzey iz ¥ ! (SIR) Pass 004C

Elektromigrasyon . IPC-TM-650, TM 2.6.14.1 / IPCJ-STD-
oo Gecti / Pass
(Electromigration) 004C

Raf Omrii (Shelf Life)
Bu Uriinlin kapali ve 0-10°C’de saklandigi durumda, garanti siiresi Gretim tarihinden itibaren 6 aydir.
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Denetim Raporlari (Inspection Reports)
Miisteri talebine gore, liretim partisi basina yapilan denetim raporunu saglayabiliriz. igerik asagidaki
sonuglari kapsar:

Lehim alasiminin kimyasal bilesimi (Chemical composition of solder alloy)
Metal icerigi % (Metal loading %)

Halojen icerigi ppm (Halide content ppm)

Viskozite Pa.s (Viscosity Pa.s)

PwnNPR

Ambalaj ve isaretleme (Packaging & Marking)

Ambalaj (Packaging)
Misteri talebine gore ambalaj formu belirtilebilir: 250g / kavanoz, 500g / kavanoz, 10cc / enjektor,
30cc / siringa, 100cc / siringa vb. Uriin, misterinin istegine gére paketlenebilir.

Ambalaj malzemesi HDPE plastikten Gretilmistir. Farkli renkler, farkli lehim pastasi kategorilerini ayirt
etmek igin kullanihr:

e  Kursunsuz lehim pastasi: deniz yesili
e Kursun iceren lehim pastasi: beyaz
e Diisuk sicaklik lehim pastasi: pembe

isaretleme (Marking)

Uriin adi (Product Name)

Parti numarasi (Lot No.)

Uretim tarihi (Mfg. Date)

Gegerlilik strresi (Validity)

Net agirlik (Net)

Uretici firma adi (Manufacturer's name)
Onlem / Dikkat notu (Precaution)

NouhkwnNpR

Uriin Saklama ve Kullanim Kilavuzu
Saklama Kosullari:

e Bu Urin, kalitesinin stabilitesini saglamak icin kapali ve buzlanma yapmayan bir
buzdolabinda 0-10 °C araliginda saklanmalidir.

Kullanim Talimatlari ve Onlemler:
1. Uriin yalnizca lehimleme amaciyla kullanilmalidir; baska amaglarla kullanmayiniz.

2. Urinle dogrudan temas etmeyiniz. Cilt ile temas halinde hemen bir kagit havlu veya bezle
siliniz, ardindan alkol, izopropil alkol (IPA) veya uygun baska bir temizleyici ile yikayiniz.

3. Kullanim sirasinda galisma alani iyi havalandirilmalidir; lehimleme esnasinda olusan dumanin
solunmasindan kagininiz.
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Lehim Pastasi Kullanim Talimatlar::

1.

Sablon tizerinden kullanilan lehim pastasini kavanozdaki kullanilmamis pastayla
karigtirmayiniz. Bu, kullanilmamis pastanin reolojisini degistirecektir.
Uriin buzdolabinda saklandiysa, lehim pastasi kutusu kapali sekilde oda sicakligina
gelene kadar (yaklasik 4 saat) bekletilmelidir. isleme baslamadan dnce lehim pastasinin
sicakhigl 19 °C’nin lizerinde olmalidir. Termometre ile sicaklik dogrulanmalidir. Baski
islemi maksimum 28 °C’de yapilabilir.
Lehim pastasi kullanilmadan énce iyice karistiriimahdir:

o Makine ile karistirma: 500 g basina 2—4 dakika, 900 + 50 rpm hizinda.

e Elle karistirma: 500 g basina 4—6 dakika, tek yonde karistirarak kabarcik

olusumundan kaginin.

Baski veya dagitim isleminden 30—60 dakika (Abandon Time) icinde komponent
yerlestirme ve reflow lehimleme yapilmasi, islem verimliligini artirir ve daha iyi reflow
lehimleme kalitesi saglar.
Lehim pastasi kullanilirken ¢alisma ortaminin sicakhgi 25 * 3 °C, nem orani ise %60°In
altinda olmalidir.

Onerilen/Pratik Uygulama Rehberi
Saklama Uyarilari

Kullanim Kilavuzu

Kullanim Onlemleri

Onerilen Reflow Kosullan

200

Onerilen reflow profili, bilesenlerin isi dayanimi, PCB durumu ve reflow firinin dzelliklerine
bagli olarak degistirilebilir. Bu nedenle, uygulamadan 6nce yeterli test ve deneme yapilmasi
tavsiye edilir.

MAMER (Sn99.0Ag0.3Cu0.7Ni) ENERANEIRSRM(RIY)

TangFang Solder Paste Recommended Reflow Soldering Temp. Profiio{Soak Type

EBE Temp. (°C)
@
o

100

50

RME BRE HHE

Pre-heat Zone Reflow Zone Reflow Zone
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e Sicakhk yikselme hizi 1-3 °C/sn araliginda kontrol edilmelidir. Cok hizli isinma, lehim
koprisi, tombstoning (tek tarafl diklesme) ve lehim topaklari olusumuna yol acabilir;
ayrica bilesenler asiri termal stresten dolayi zarar gorebilir.

e  PCB lzerindeki sicaklk farkini (At) azaltmak icin, PCB sicakhiginin oda sicakhgindan 150-
200 °C’ye 60-180 saniye arasinda ylkselmesi dnerilir.

e Disiik sicaklik veya kisa siire, lehimin tam erimemesine sebep olabilir. Ote yandan, cok
yuksek sicaklik veya uzun siire, lehim pastasindaki flux (akiskan) aktif bilesenlerinin
kaybina ve yine tam erimeme sorununa yol acabilir.

Isinma (Ramp)

Bekletme (Soak)

e Soak (bekletme) bolgesinin sicakligi 150-200 °C araliginda tutulabilir ve bekletme siresi
60-120 saniye olabilir.

e Bilesenlerin isi dayanimi farkhliklari ve reflow ekipmaninin sinirlamalari nedeniyle soak
bolgesi kurulmayabilir.

Reflow (Lehimleme)

e Bilesenlerin 1si dayanimina goére, genellikle daha diisiik pik reflow sicakligi 235 °C ve
maksimum TAL siiresi 90 saniye kullanilmasi 6nerilir.

o Reflow firininin 6zellikleri nedeniyle bu kosullar saglanamiyorsa, daha yiiksek pik sicaklik
255 °C kullanilabilir; ancak bu durumda bilesenlerin isi dayanimi 6nceden
dogrulanmalidir.

e 227 °C’nin lizerindeki erime sicakliginda kalma siiresi 40 saniyeden az olmamalidir.

Sogutma (Cooling)

e Sogutma hizi, lehim noktasinin kalitesi acisindan ¢ok 6nemlidir. Genel olarak lehim
noktasinin mekanik dayanimi, sogutma hizi arttik¢a artar.

e Onerilen sogutma hizi: 0,5-8 °C/sn

e Cok hizli sogutma, bilesenlerin termal sokla zarar gérmesine ve lehim noktasinda catlak
olusmasina yol agabilir.

e Cokyavas sogutma ise lehim ylizeyinin piruzli olmasina, lehim dayaniminin diismesine,
tombstoning (diklesme) ve bilesen kaymasina neden olabilir.
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Onerilen Baski Kosullari

Baski Ekipmani ve Parametre Kurulumu (Printing Equipment and Parameter Setup)

Ekipman / Parametre Onerilen / Agiklama

Lazerle kesilmis veya elektroliz celik sablon, 0,08-0,15 mm kalinhk,

ablon (Stencil
3 ( i) 0,3-0,5 mm araliklar icin kullanilmasi onerilir.

Spatula (Squeegee) Metal (6nerilen)
Basma Basinci (Pressure) 0,16-0,34 kg/cm spatula uzunlugu basina
Hiz (Speed) Saniyede 25-150 mm

1,5-2,0 cm ¢apinda; rulonun ¢api 1 cm’e ulastiginda ekleme yapilir.

Lehim Rulosu Capi (Paste Roll
Gapr ( ) Maksimum rulo ¢capi spatula ile belirlenir.

Sablon Agilma Hizi (Stencil

10 mm/sn
Release Speed) /

Spatula Yiikselme Yiiksekligi

-14
(Blade Lift Height) 8 mm

Onerilen Temizlik Coziimleri

TF239-MO0307NI-D-885 urtnuntn reflow sonrasi kalintilari, baskili devre karti tizerinde birakilacak
sekilde tasarlanmistir. Eger reflow sonrasi kalintilarin temizlenmesi gerekiyorsa:

e Su bazh temizleme: TF-SJ-201 6nerilmektedir.
e Solvent bazli temizleme: Asagidaki temizleyici ile 5 dakika siireyle karistirma (agitasyon)
Onerilir: TF-20B

Yanlig baskilar ve stencil temizligi icin TF-2000-5 temizleyici kullanilabilir.
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